
품목번호 2024-이종(이어달리기)-스마트전자-01 산업
기술
분류

중분류Ⅰ 중분류Ⅱ

품목유형 □ 원천기술  ■ 혁신제품 전기전자 전기전자부품

융합유형 □ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  ■ 신산업창출형  □ 해당없음

해당여부
■ IP R&D연계  □ 표준연계  □ 디자인연계  □ BI연계  □ 경쟁형R&D  □ 복수형 R&D 
□ 국가핵심기술  □ 서비스형  □ 안전과제  □ 탄소중립  □ 국제공동 R&D □ 원스톱형  
□ 통합형  □ 초격차

R&D
자율성트랙 ■ R&D 자율성트랙(일반) □ R&D 자율성트랙(지정)

품목명
초연결 네트워크 구현을 위한 컨포멀 저손실 

소재 및 박형 기판 개발
품목코드
(HSK10)

류 호 소호 통계부호

3 9 0 7 2 9 3 0 0 0(TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념및개발내용
□ 개념

 ㅇ 초고주파수 대역에서 저손실, 저유전 특성 컨포멀 소재 기반의 박형 기판 제조 기
술 개발

* 핵심목표 : 유전율 2.6 이하 + 유전손실 0.004 이하 (0.1THz 이상)의 컨포멀 소재(세계최고)

□ 개발내용  

 ㅇ 고분자 사슬 구조 제어를 통한 초고주파수 대역 초저유전, 초저손실 특성의 컨포
멀 소재 기술 개발

 ㅇ 저손실 및 저유전 고분자 소재와 금속 소재간 접착력 향상 기술 개발
 ㅇ 저손실 및 저유전 특성의 컨포멀 고분자 소재 대용량 합성, 균질성 확보 기술 개발
 ㅇ 합성된 컨포멀 저손실 소재 이용한 박형 기판 제조 최적화
 ㅇ 박형 기판의 다층 구조 제조 공정 및 신뢰성 확보
 ㅇ 박형 기판 활용한 고속 신호선 설계 및 기판 성능 검증  

  
연구개발계획서 제출시 다음의 항목의 정량적 목표치 및 상용화 수준 제시 필수
 - 박형 기판 두께(㎛) 및 편차, 박형 기판 최대 폭(mm)

2. 지원 필요성

□ 지원 필요성
 ㅇ (정책적) 해외 글로벌 기업들의 앞서가는 고부가 가치 소재를 활용한 초연결 사회 요구에 

대응에 부합하여 국내의 중소 중견 기업들의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 정부 지원이 필요
 ㅇ (기술적) 해외 글로벌 소재 기업체들에서는 기존의 폴리이미드 소재보다 특성이 우

수한 새로운 소재 기반의 신형 박형 기판 제품을 선보임, 국내 기업의 경우 해외 소
재를 수입하여 박형 기판을 제조하여 부품화에 그치고 있음

 ㅇ (시장적) 관련 소재 시장 규모는 23년에 1조 1천억원에서 30년에는 2조5천억원 규모로 
성장이 예상됨. 특히 관련 통신 부품 시장에서 아시아 태평양 지역은 약 3조9천억원(30
억달러)규모에서 27년에 12조6백억원(약92억달러) 규모로 급성장이 전망되며 이러한 현
황에 국내 기업들의 우위를 점하기 위한 지원이 필요함

 ㅇ (사회적) 앞으로 도래할 6G 초연결 사회 분야에서 도출되는 새롭고 다양한 서비스
에 지속적으로 사업화될 것으로 기대됨

 □ 활용분야
 ㅇ 무선통신, 유선 통신, 인포테이먼트, 인공 위성, 드론, 자율주행, 군사 등 

3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 42개월 이내 (1차년도 개발기간 : 6개월, 2차년도 ~ 4차년도 : 각각 12개월)
ㅇ 정부지원연구개발비 : ‘24년 4.97억원 이내 (총 정부출연금 34.8억원 이내)
ㅇ 주관연구개발기관 : 중소·중견기업
ㅇ 기술료 징수여부 : 징수
ㅇ 기타 :  원천기술 보유자 및 소속기관이 참여기관으로 필수참여


